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Abstract 
Effects of alloying elements on alpha tin transformation were investigated by optical microscope, using 

specimens after holding at -45℃ for appropriate time. In tin alloys with Ag, Bi, Pb, Ge, suppression of Sn 
transformation is clearly observed. In commercial lead free solder including Ag, Cu, Ni, the suppression was also 
observed. To suppress alpha Sn solder transformation, it is very important to chose appropriate alloying elements 
and alloying content. 
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<和訳＞ 

概要 

一定時間マイナス 45℃に保持した試験サンプルを光学顕微鏡で観察し、α錫変態に及ぼす添
加元素の影響を調べた。錫に、Ag、Bi、Pb、Ge を添加し錫変態を抑制するものを明確に観察する。
また、市販の Ag、Cu、Ni を含有する鉛フリーはんだにおいても観察を行った。はんだのα錫変態
抑制には、適切な元素と含有量が重要である。 

 

 


